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特性 连线⽅式

应⽤领域

空调开发平台 
HT66F31A5, HT66F2362, HT66F2372

F01
壁挂空调、⽴柜式空调等

• ⽀持壁挂/移动式、定速/变频类空调 

• 提供三种内外机通信协议 

• 通过平台控制空调运⾏模式，搭配模拟

负载板，模拟环境和温度变化曲线 

• 产出程序代码，可供⼆次开发
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